esp@cenet document view 



Page 1 of 1 



Sensorelement 



Patent number: 
Publication date: 
Inventor: 



Applicant: 
Classification: 
- International: 
- european: 
Application number: 
Priority number(s): 



DE1 01 34646 
2003-02-06 

BOERNER JOERG (DE); FARR PETER (DE); 
KALLENBACH ANDREAS (DE); ZWIENER GUENTER 
(DE) 

BOSCH GMBH ROBERT (DE) 

G01D11/30 

H01R13/66D8 

DE2001 1034646 20010717 

DE20011034646 20010717 



Also published as: 

@ WO03009429(A1) 



Report a data error here 



Abstract Of DE1 01 34646 

The invention relates to a sensor element comprising a wafer element that is sensitive to the physical 
variable that is to be detected, a contact device for the wafer element and a housing that surrounds the 
wafer element and the contact device. According to the invention, the contact device (12) is integrated in 
a first housing part (18) of the housing and simultaneously forms both at least one external terminal 
contact (22) of the sensor element (10) and a carrier (26) for the wafer element (28). 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(g) Sensorelement 

@ Die Erfindung betnfft ein Sensorelement mit einem fur 
die zu sensierende physikalische GroBe empfindllchen 
Waferelement, einer Kontakteinrichtungfiir dasWaferele- 
ment und ein das Waferelement und die Kontakteinrtch- 
tung umgebendes Gehause. 

Es ist vorgesehen, dass die Kontakteinrichtung (12) in ei- 
nem ersten Gehauseteii (18) des Gehauses integriert ist, 
und gleichzeitig wenigstens elnen auf^eren Anschluss- 
kontakt (22) des Sensorelementes (10) und einen Trager 
(26) fur das Waferelement (28) ausblldet 
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Be s chreibung Beschieibupg des Ausfiihnmgsbeaspiels 

[0001] Die Erfindung betrifit ein Sensorelement mit ei* [0010] Anhand der Fig. 1 bis 4 wild der Aufbau und der 
nem fUr die zu sensierende physikalische GtOfie empfindli- Herstdluagsptozess eines in F^* 4 kotnplett daigestellten 
cheo WafereletneaL S SeosoidetneDtes 10 veideutlicht Ausgangspunkt ist die in 

Fig. 1 gezragte KontakteLonchtung 12, die gemMfi dem kon- 
Stand der Technik kreten AusfUhrungsbeispiel aus zwei Kontaktelementen 14 

bestchL Die Kontaktclemente 14 bestdien aus einem elek- 
[0002] Sensordemente der gattungsgemalko Art sind be* tnscfa leitenden Material. Die Kontur und Faimgebung d^ 
kannt Diese sind beaspielsweise als Magnetfeldsenscnele' 10 Kontaktelemente 14 sind an die sp&teroo Einsatzbedingun- 
mente ausgebildet und besitzen ein W^erclement, das ma- gen des Sensorelementes 10 angepasst. Die Kontaktele- 
giMtoseosidveBlementeumfasst moite 14 sind beispielswelse Biege- md/odex Stanzteile. 

[0003] Bekannt ist, ein die sensitiveo ElemeotB aufwei- Die Kontaktelemente 14 sind nicht miteinander eiektrisch 
sendes WafeidemeDt mit einem Leadframe zu kcnitaktieien leitend veibunden. Nach weiteren ~ nicht daigestellten - 
und Leadframe und Wafeidement zu kapseln, so dass ein in- is Ausfilhrungsbeisplelen kann natOdich die Anzahl der Koo- 
tegiierter Schaitkids entsteht. Aus diesem ragen dann Kon- taktelemente 14 variieien, insbesondeie kieiner oder grbBer 
taktelemente in Form von Anschlussfahnen oder deiglei- als zwei sein. 

chen. Beispielhafl ist ein deraitiger Aufbau eioes integrier- [0011] Die Kontaktelemente 14 weiden, wie Fig. 2 ver- 
ten Schaltkreises in der US-PS 5,221,859 dargestellt deutlicht, in ein Sprilzgussteil 16 integricrt, das ein erstes 

[0004] SoUen derartige integrierte Schaldcreise zum £r- 20 Gehauseteil 18 des sp^teren Sensorelementes 10 bildeL Die 
fassea physikalischer Grofien, beispielswelse in der Kraft- Kontaktelemente 14 kdnnen mit dem Gehiuseteil 18 audi 
f ahrzeugtechnik, eingesetzt werden, ist bekannt, diese in ein veigossen, mechanisch montiert oder auf andeie geeign^ 
oitspiechendes G^Suse zu intogrieren und mit aus dem Ge- Weise gefiigt sein. 

hguse herausgefuhrten Kontaktelementen zu kontaktieren. [0012] Das Gehguseteil 18 bildet eii^n Anschlussraum 20 
Die aus dem GehSuse hemusgefbhrten Kontaktelemente 25 aus, in dem Kontaktstifte 22 der Kontaktelemente 14 ange- 
dienen zum Abgieifen der Sensorsignale« Beispielhaft ist ordnet sind Diese dienen der sp^teren Kcmtakdeiung mit ei- 
ein derartigcr Aufbau in der US-PS 5,521,785 gezeigt. ner Verbindungsleitung zum Abgreifen der Sensorsignale. 

[0005] Bei den bekannten Anordnungen ist nachteilig, Das GehMuseteil 18 bildet femer einoi Soisorbereich 24 
dass diese mit einem vediMltnism^ig groBen Heistellungs- aus, innerhalb dem die den Kontaktstiflen 22 abgewandten 
aufwand, sowohlhinsichtlichdesMaterialeinsatzesalsauch 30 Endra der KontaktelementB 14 ax^geordnet sind. 
der einzelnen Arbeitsschritte, hefgesteilt wetden mOssoi. [0013] Eines der Kontaktelemente 14 bildet einen IV^er 

26 aus, der eine im WesentHchen ebene Oberfl^he besitzt 
\bi1eale der Erfindung Der Trkger 26 kann entweder einstiickig mit dem Kontakt- 

element ausgebildet sein oder dieser ist zusatzlich, bei< 
[0006] Das erfindungsgem^e Sensoielement mit den im is spielsweise duicb L5ten, Leitkleben oder andere geeigneto 
Anspiuch 1 genannten Meikmalen bietet demgegenQber den Verfahren, mit dem Kontaktelement 14 verbunden. 
\forteil, dass insgesamt kleinere BaugrOBen von SensoielB- [0014] Auf den TVager 26 wird, wie Fig* 3 veideutlicht, 
menten erzielbar sind, die letztendlich zu einem geringeveo ein Wafezelement 28 direkt angeoidnet, das die sensitiven 
beodtigten Einbauvolumen, beispielswdse im Kraftf ahr- ELemoite und gegebenrafaLls Ansteuer- und Auswerteelck- 
zeug, fiiihren. Femer wird hieidurch eine ein&chere und so- 40 tronik fOr die seositivea Hemente umfasst Das Wafeiele- 
mit kostengOnstigeie, insbesondeie auch fiir eine Massen- ment 28 wild hieibei direkt auf den l^er 26, beispids- 
produktion geeignete Herstellung der erfindungsgemafien weise durch Kleben oder andeie geeignete Mafinahmen, be- 
Scnsorelemente mtiglich. Dadurch, dass die Kontakteinrich- festigt We die veigroBerte Darstellung in Fig. 3a verdeut- 
tung des Sensorelementes in ein erstes Geh&useteil des Sen- licht, wird anschlieBend das Waferelemoit 28 eiektrisch mit 
sorelementes integriert ist, und gleichzeitig wenigstens ei- 45 den Kontaktelementen 14 kontaktiert Hierzu werden BcKid- 
neo auBeren Anschlusskontakt des Sensoielementes und ei- dr^te 30 zwischen Anschlusspunkten 32 des Waferelemen- 
nen 'Mgtt Gir das Waferelement ausbildet, wild vorteiiiiaf t tes 28 und Anscblusspunkten 34 der Kontaktelemente 14 
mfiglich, dass nur ooch die Abmessungen des Wafeielemen- gelegt Die Kootaktieiung zwischen Waferelement 28 und 
tes - und somit nicht mehr die gidBeren Abmessungen des den Kontaktelementen 14 kann auch fiber eine Flipchip- 
im Stand der Ibchnik vetwendeten kompletten integrierten 50 Kbntaktiening erfblgen. 

Schaltkreises - die Abmessungen des Sensoielementes be- [0015] SchlicBlich wird der Scnsorbcicich 24 des crsten 
stimmen. Das im Stand der Ibchnik fQr die Einhausung des Gebguseteiles 18 mit einem zwei ten Gdiauseteil 36 verse- 
Waferelementes zum integrierten Schaltkieis bendtigte Ma- hen. Dies Icann ^^enfalls durch einen Spritzgussvotgang er- 
terial und dessen Bauvolumeneinsatz entf alien somit folgen, so dass das Waferelement 28 und die Kontaktele- 
Gleichzeitig eigibt sich hieidurch eine Kosteniedukdon, da SS mente 14 sowie die Bonddr^te 30 umspritzt sind. Diese 
das die Sensorik aufweisende Wafezelement nicht mehr se- sind somit foimschlUssig in das Gehause des Sensoielemen- 
parat dngehaust w^den muss. tes 10 aufgoiomm^L Doskbar ist auch, das GehBusetdL 36 

[0007] Bevorzi^ Ausgestaltungen der Erfindung eige- sepaiat zu feitigen und mil dem Gehauseteil 18 zu fugen, 
ben sich aus den iUjrigen, in den Unteransprikhen genannten beispiels weise duich verschweiBen, veigiefien, oder mecha- 
Merkmalen. fiO nisch zu monderra. 

[0016] Anliand der vorstehenden Ed^uteningen wird ohnc 
Zdchnungen wdteres deutlich, dass der Aufwand zur Herstellung des 

Sensorelementes 10 gering ist Eine zusatzliche Kapselung 
[0008] Die Erfindung wird nachfolgend in dnem Ausfuh- des Waferelementes 28 vor Binbiingen in das Sensorele- 
rungsbeis{neL anhand der zugehdngen Zdchnungen n^er 65 ment 10 entfSllL Im Gegenteil, das Waferelement 28 wild 
eriSutert Es zeigen: diiekt durdi das Gehfluse des Srasorelementes 10 gekapselt 

[0009] Figuren verschiedene Komplettierungsstufea des 1 Somit kann eine Bauh5he, insbesondeie im Sensorbeieich 
bis 4 Sensorelementes. 24, des GehSuses auf die Bauhdhe des Waferelementes 28 
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c^itimieit werden. 

[0017] Das dargestellte Scnsorelemait 10 ist bdspiels- 
weise als Magnetfeldsensorelemeat zur Detektioo dner Ma- 
gnetfeldflndeiung und Wandlung dieser MagnetfddSnde- 
wag in &n propaitionales elektzisches Signal dnsetzbai: 5 
Deiartige MatgDetfeldseoscren fijoden beispiels weise bd Im- 
piOsgebem an bewegten l^leo Anwendung. Hleraus kann 
bcispielsweise ein Weg, dne Geschwindigkdt, dne Be- 
schleuoiguDg, ein Beschieunigungsgradient und/oder ein 
^^kd gemessoi weidea In dsi Kraftfahizeugtechnik las- 10 
sen sich derartige Sensoren, beispielswdse als Drehzahlsen- 
soren und/oder Winkelsensoien, bei Antibloddersystemen 
(ABS), bd dektronischen StabilitStssystemen (ESP) oder 
deiglddien, dnsetzen. Letztendlich ti^gt die Miniaturisie- 
rung durch das erfindungsgem&Be Sensorelement 10 dazu 15 
bei, die Einsatzmdglichkeiten der Sensorelemente 10, insb&- 
sondere im Kraftfahizeugbecdch, zu veibessezn. 

PatentansptQche 

20 

1. Sensorelement mit einem fiir die zu sensieiende 
physikalisdie Gi6Qe empfindlichen Wafieielenient, ei- 
ner Koataktdnrichtung ftir das Waferelemoit und dn 
das Waferclement und die Kontaktcinrichtung umge- 
bendes GehMuse, dfldurch gekennzdchnei, dass die 25 
Kontakteinriditung (12) in dnem ersten Geh^useteil 
(18) des Gehauses integriert ist, und gleichzeitig we- 
nigstens dnen auBeren Anschlusskontakt (22) des Sen- 
sorelementes (10) und einen IViger (26) flir das Wafer- 
element (28) ausbildet 30 

2. Senscxelement nach Ansprudi 1, daduidi gekenn- 
zdchnet, dass der TrSg« (26) dnstOckig mit einem der 
Kontaktelemente (14) ausgebildet ist 

3. Sensorelement nach Anspruch 1, dadurcb gekenn- 
zdchnet, dass der 'Mger (26) als ein separates Ibil mit 3>s 
einem der Kontaktelemoite (14) gefUgt ist. 

4. SeEisoreLement nach einem der voiheigehenden An- 
spriiche, dadurch gekeonzddinet, dass das Wafeiele- 
meat (28) auf dem Tmger (26) kraflschlUssig befestigt 
ist 40 

5. Sensorelement nach Anspnicfa 4, dadurdi gekenn- 
zdchnet, dass das Wa&ielement (28) auf den l^iSger 
(26) gekiebt ist. 

6. Sensorelement nach einem der voifaeigehradra An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ansdiluss- 45 
punkte (32) des Waferelementes (28) mit Anschluss- 
punkten (34) der Kontaktelemente (14) fiber B<»id- 
drShte (30) elektnsch Idtend vcarbunden dnd. 

7. Soisoielement nach einem der Anspriiche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Anschlusspunkte SO 
(32) des Waferelementes (28) mit Anschlusspunkten 
(34) der Kontaktelemente (14) Qber einc Flipchip-Kon- 
taktiening dektrisdi leitend verbunden sind« 

8. Sensorelement nach ein^ der voiheigehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzdchnet^ dass das Waferele- SS 
ment (28), die Bonddrahte (30) oder die Flipchip-Koo- 
takderung uod die Kontaktelemente 0^4) durch ein Ge- 
h§useteil (36) des Sensardementes (10) umgeben sind. 

9. Sraisoielement nach Anspnicfa dadurch gekenn- 
zdchnet, dass das GehSus^dl (36) an das GehHuseteil fio 
(18) angespritzt ist 

10. Sensorelement nach Ansprudi 8, dadurdi gekenn- 
zdchnet, dass das Gehausetdl (36) mit dem Geh^use- 
teil (18) vetgossen, verschweiBt oder montiert ist 

11. Sensorelement nach einem der voiheigehenden 65 
Anspriiche, dadiuch gekennzdchnet, dass die Kontakt- 
cinrichtung (12) von dem Gefa&useteil (18) umspritzt 
ist 



12. Sensordement nach einem der Anspriiche 1 bis 10, 
dadurch gek^mzeichnet, dass die Kontakteinrichtung 
(12) mit dem Geh&usetdl (18) vetgossen ist 

13. SensorelementnacheinemderAnsprtichelbislO, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Kontakteinrichtung 
(12) mit dem Geh^useteil (18) tnechanisch montiert ist 

14. Sensorelement nach einem der vorfaeigehenden 
AnsprQche, dadurdi gd^omzeichnet dass das Sensor- 
dement (10) ein Magnetfeldsensorelement ist 
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